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日前，一篇名为 《高铁是中国的骄
傲，但确是中国制造业的最大痛点……》
的文章在朋友圈流传。该文章称，中国高
铁在牵引系统、制动系统等核心技术方面
仍需进口，并由此质疑中国制造业的发展
水平。就此问题，笔者向中国中车以及业
内专家咨询后得知，文中所写现象已是近
10 年前的状况了，从“和谐号”发展到

“复兴号”，如今，中国高铁在核心技术方
面已经实现完全自主。

高铁是中国制造走向世界的杰出代
表，赢得诸多“世界之最”，许多外国人纷
纷为之点赞叫好。然而，为何仍有人妄自
菲薄？除了媒体某些报道失真外，还与某
些人头脑中留存的中国制造缺乏核心技术
这一刻板印象有关。

“采用美国技术”“获得欧盟认证”，长

久以来，许多优秀的中国产品乐于如此广
而告之，向消费者展示自己优良的制造工
艺和可靠的技术性能。久而久之，购买技
术、贴牌生产成为市场中最常见的品牌建
设行为，核心技术缺失、集成创新能力薄
弱逐步成为制约中国制造“由大转强”的
主要瓶颈。

放眼世界则会发现，工业发展不曾止
步。以德国为代表的发达工业化国家正在
迈向“工业 4.0”时代，智能化、数字化、

物联化的生产模式在全球范围内引领了新
一轮的工业转型竞赛。

如何在这场新的工业革命中抓住机
遇？只能在核心技术上下功夫。当前，智
能制造、人工智能、工业互联网正成为工
业发展的时代标志。对中国而言，有丰富
的互联网产业积累，有足够大的应用消费
市场，要做好转型升级，完成由大转强，
中国制造需要的是通过自主创新，把核心
技术握在手中，武装起自己的“最强大

脑”。
令人欣喜的是，近年来，一大批以代

工为主的中国企业开始研发自有技术，生
产出一系列拿得出手的自主产品，培育出
许多叫得响的自有品牌。像手帕一样可折
叠的柔性屏，通过手势便可点餐的智慧餐
厅，形形色色的工业机器人，嵌入式人工
智能视觉芯片……越来越多“炫酷”全球
的产品在中国诞生，其中包含诸多属于中
国企业的自主专利。中国制造不再仅仅是

消费者眼中的“高性价比”，更成为他们心
中的“好品牌”。

上有国家政策引导，下有企业自主革
新，中国制造正以全新的姿态奔跑在世界
工业化转型的赛场上。“中国制造2025”为
中国制造指明了方向，得天独厚的互联网
产业积累为中国制造装备了助力的“跑
鞋”。在新的工业转型赛场上，中国制造有
了更多的资历和实力去关注和掌握核心技
术，用属于自己的“最强大脑”，指挥中国
制造跑得更快更稳。
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“核芯”技术受制于人

芯片，是一部手机的“心脏”，是手机产业链上最为核心的技术。由于
芯片设计和制造大多由同一家厂商完成，产业链条封闭性强，技术和资金
门槛更高，因此，业内已形成寡头垄断的格局，后来者想要取得突破难
度很大。

目前，全球手机芯片产业被高通等几家企业牢牢掌控。在中国手机厂商
中，能够自研芯片并且基本满足自身需求的只有华为。由于起步较晚，中国
手机芯片产业缺少核心技术和人才的困境还未得到根本改变。数据显示，
2017 年，中国芯片设计行业从业人员约 14 万人，创造收入约 300 亿美元，
人均产值 21.5万美元。反观手机芯片巨头高通，其 3.05万名员工 2016年创
收223亿美元，人均产值73.1万美元。业内预测，2020年中国芯片行业需要
的人员规模是70万人，但目前人才储备不到30万，缺口较大。

对芯片的过度依赖所产生的“副作用”显而易见。一方面，受制于厂商
的芯片供应量，国产中高端手机制造商对自身手机产量并没有绝对的主导
权。另一方面，近年来，手机芯片价格浮动较大，这给国产手机制造成本带
来不小压力。同时，海外芯片制造商还拥有专利优势，所有采用相关技术的
手机企业都要获得授权，这在无形中带来中国手机制造成本的上升，削弱了
产品竞争力。

由于进口芯片在质量上良莠不齐，有些尚处于试验阶段，产品还未完全
成熟就被推向市场，中国手机厂商常常要为这些芯片企业“背锅”。比如，

某品牌进口芯片发热过多的问题，就曾影响多家中国手机品牌的销售。而有
些芯片品牌认可度的下降，也连带影响了国产手机的品牌形象。

国产芯片初步站稳

面对“缺芯少核”这一国产手机行业多年的软肋，国产手机芯片制造正
在尝试摆脱困境，并已在不少领域实现了零的突破，进入从无到有，初步站

稳的阶段。
华为是国产手机芯片制造领域的代表。历经 10余年研发，华为全资子

公司海思已经成功开发出 100 多款拥有自主知识产权的芯片，并申请专利
500多项。目前，海思芯片已经在设计、工艺、性能等方面走在世界前列，

超过一半的华为手机使用海思芯片，并获得全球市场的认可。
小米是第二家拥有自己芯片的国产手机厂商。经过两年多的研发，2016

年2月，小米公司以“松果”品牌发布了首款自主研发的芯片“澎湃 S1”，
小米也成为继苹果、三星、华为之后第4家拥有自主研发手机芯片的手机厂
商。

这些探索让国产手机芯片初步站稳脚跟。统计显示，2017年前5个月，
国产智能手机国产芯片占比超过20%。

实现这些突破，离不开中国手机制造商在芯片研发上的投入。“华为的
研发投入正在持续上升，甚至超越很多美国的大公司，仅仅是一颗手机芯片
背后就站着上万人的研发团队。”华为消费者业务CEO余承东表示。

芯片制造是一个系统工程，需要整体技术环境的支持，在这一方面，中
国也在发力。以导航定位技术为例，目前，北斗导航系统已形成较完善的初
步产业链，其中包括上游的芯片、板卡等配套设备。

中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统发言人冉承其表
示，中国国产北斗芯片实现规模化应用，工艺由0.35微米提升到28纳米，最低
单片价格仅6元人民币，总体性能达到甚至优于国际同类产品。目前国产北斗
芯片累计销量突破 5000 万片。同时，世界主流手机芯片大都支持北斗，北斗
正成为国产智能手机的标配。

两大领域或可逆袭

逐步站稳市场的国产手机芯片，有无可能在未来几
年实现从“跟跑”到“并跑”，甚至“领跑”？起步较

晚的中国手机品牌正在抢抓机遇，不断探索，扩大
这种可能性。

机遇之一是5G时代的到来。就目前来看，芯
片技术成为5G能否按期商用的关键，5G终端芯
片方面的研发很大程度上正处于滞后状态，谁
在这一方面率先突破，无疑就占得了先机。

“手机是 5G 商用化的第一梯队产品，也是
2020年商用的主打产品，手机芯片的更新换代是
5G 最大的技术瓶颈，芯片技术是 5G 商用的关键
节点。”中国信息通信研究院副院长王志勤表示。

据了解，目前中兴通讯和华为在5G芯片技术方
面突破较大。有消息显示，华为将在 2018年推出面向

规模商用的5G全套网络解决方案，到2019年，将会推出
支持5G的芯片和智能手机。
人工智能芯片是中国手机芯片面临的另一大“风口”。人工

智能有助于打破智能手机的创新瓶颈。作为人们生活中应用最广泛的智
能平台，手机与人工智能技术的深度结合只是时间问题。如今，手机芯片中
是否集成人工智能处理器，成为未来全球手机市场差异化竞争的关键点，可
以说，谁抢占了人工智能，谁就抢占了智能手机发展的制高点。这也意味
着，中国手机芯片迎来了一次难得的“弯道超车”的机会。

中国手机制造商正在把握这个机会。在 2017年年底举办的世界智能制
造大会上公布的“中国智能制造十大科技进展”中，华为开发的人工智能手

机芯片“麒麟970”登上榜首。据悉，这款华为在全球率先推出的人工智
能手机芯片，大幅提升了手机在图像识别、语音交互、智能拍照等方

面的能力，对全球手机人工智能计算的发展起到引领作用。
余承东认为，人工智能已经为智能手机的体验带来了颠覆。目

前人工智能在手机上的应用还处于初级阶段，后续还需要生态的
完善，华为也已经为开发商开放了人工智能开发方面的资源和能
力。

面对新的机遇，中国在顶层设计层面为芯片产业描摹了一幅
清晰的蓝图。根据工业和信息化部颁布的《国家集成电路产业推
进纲要》 所制定的中国芯片产业中长期发展目标，到2020年，集
成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小，移动智能终端、网络

通信等重点领域集成电路设计技术达到国际领先水平。到 2030 年，
集成电路产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一

梯队，实现跨越发展。
如今，国产手机的“中国芯”正在不断探索突破，更大规模的“攻芯

战”已经吹响号角。可以预见，在未来几年，能否抓住 5G 商用和人工智
能等带来的机遇期，将成为中国手机芯片是否逆袭的关键。

图①：2017年8月18日，四川省遂宁市经济技术开发区的四川广义微电
子“0.25微米6英寸MOSFET”芯片项目正式投产。图为公司员工正在工作
中。 刘昌松摄 （人民视觉）

图②：2017年 11月 7日，寒武纪新一代人工智能 （AI） 芯片在 2017中
国国际工业博览会上亮相。这是中科院在芯片领域将科研成果转化落地的一
次尝试。 龙 巍摄 （人民视觉）

手机产业，一个让中国制造引以为傲的领域，

全世界前十大手机品牌中，中国品牌已占7席。芯

片制造，一个让中国手机困惑的领域，绝大多数国

产手机制造商仍完全依赖芯片进口。目前，中国芯

片年进口额约为2000 亿美元，是国内最大宗进口

产品，而作为市场需求接近全球的1/3国家，中国

自己的芯片产值却仅占全球的6%至7%。

一块指甲盖大小的芯片，就这样卡住了中国手

机制造的脖子。中国手机要全面迈上中高端，解决

这块“芯病”是必由之路。
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2017年10月25日，在上海举办的中国电子展上，参观者在观看
一个由纳米光罩和晶圆凸块等芯片制造材料组成的展示墙。

新华社记者 方 喆摄

2017 年 9 月 16 日，全球首个支持新一代北斗三号信号体制的高
精度导航定位芯片正式发布。图为支持新一代北斗三号信号体制的高
精度导航定位芯片与1角硬币的对比照片。

中国卫星导航定位协会供图

2017 年 2 月 28 日，小米公司在北京举行发布会，发布其首款自
主研发的芯片“澎湃S1”。图为芯片的概念展示。

全亚军摄 （新华社发）
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